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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft einen elektrischen
Steckverbinder nach dem kennzeichnenden Merk-
mal von Patentanspruch 1 und betrifft insbesondere
eine Steckverbinderanordnung mit hoher Ein-
gangs-/Ausgangsdichte (I/O-Dichte) mit geringer
Verbindungshdhe. Eine derartige Steckverbinderan-
ordnung ist aus der US 4 140 361 bekannt.

[0002] Die Verkleinerung von elektronischen Gera-
ten, insbesondere persdnlichen tragbaren Vorrich-
tungen und das Hinzufligen von zusatzlichen Funkti-
onen zu diesen Geraten fuhrte dazu, dass alle Kom-
ponenten, insbesondere elektrische Steckverbinder,
verkleinert werden sollen. Bemihungen zur Verklei-
nerung der Steckverbinder haben zu einer Verminde-
rung des Abstands zwischen Kontaktelementen in li-
nearen Steckverbindern mit einer oder zwei Reihen
gefihrt, so dass eine relativ grof’e Anzahl von Ein-
gangen/Ausgangen oder anderen Leitungen mit
Steckverbindern verbunden werden kénnen, die in
engdefinierte Bereiche auf den Schaltungssubstraten
passen, die fur die Aufnahme von Steckverbindern
zugewiesen wurden. Die Bemuhung zur Miniaturisie-
rung wurde ebenso davon begleitet, dass auf Ober-
flachenbefestigungstechniken libergegangen wurde
(SMT), um Komponenten auf Leiterplatten zu befes-
tigen. Das Zusammenspiel der zunehmenden Ver-
wendung von SMT und der notwendige geringe Ab-
stand von Linearsteckverbindern fuhrte dazu, dass
die Grenzen von SMT bei groRvolumigen billigen
Operationen erreicht wurden. Das Vermindern des
Abstandes zwischen den Kontaktelementen vergro-
Rert das Risiko der Uberbriickung benachbarter Lot-
flachen oder Kontaktelemente beim Ruckfluss der
Lotpaste.

[0003] Um das Bedurfnis nach einer héheren Ein-
gangs-/Ausgangsdichte zu befriedigen, wurden Ma-
trixverbinder vorgeschlagen. Derartige Steckverbin-
der haben eine zweidimensionale Matrix von Kontak-
telementen, die auf einem isolierenden Substrat an-
geordnet sind und die eine verbesserte Dichte er-
moglichen. Jedoch haben diese Steckverbinder ge-
wisse Schwierigkeiten beim Anbringen an Schaltsub-
strate durch SMT-Techniken, da die Oberflachenbe-
festigungsenden der meisten, wenn nicht aller Kon-
taktelemente unterhalb des Steckverbinderkérpers
liegen missen. Somit mussen die verwendeten Be-
festigungstechniken sehr zuverlassig sein, da es
schwierig ist, die Létverbindungen visuell zu inspizie-
ren oder diese, falls sie fehlerhaft sind, zu reparieren.
[0004] Bei der Befestigung einer integrierten Schal-
tung (IC) auf einem Plastik- oder Keramiksubstrat ist
die Verwendung einer Kugelgittermatrixanordnung
(ball grid array, BGA) und andere ahnliche Packun-
gen Ublich geworden. In einer BGA-Packung werden
sphérische Loétkugeln, die an die IC-Packung ange-
bracht sind, auf elektrischen Kontaktflachen eines
Schaltungssubstrats angebracht, an das eine Schicht
Lotpaste Ublicherweise mit Verwendung einer Blende

oder einer Maske angebracht wurden. Die Einheit
wird dann auf eine Temperatur erhitzt, bei der die L6t-
paste oder ein Teil davon oder die gesamte Lotkugel
schmilzt und mit einer darunter liegenden leitenden
Flache verschmilzt, die auf dem Schaltungssubstrat
gebildet ist. Der IC ist somit mit dem Substrat verbun-
den, ohne dass externe Anschllisse auf dem IC be-
noétigt werden.

[0005] Wahrend die Verwendung von BGA oder
ahnlichen Systemen bei der Verbindung eines ICs mit
einem Substrat viele Vorteile aufweist, wurde eine
entsprechende Einrichtung zur Befestigung eines
elektrischen Steckverbinders oder einer ahnlichen
Komponente auf einer bedruckten Leiterplatte (prin-
ted wiring board, PWB) oder einem &hnlichen Subst-
rat wiinschenswert. In den meisten Anwendungen ist
es wichtig, dass sie substratberlihrenden Flachen
der Loétkugeln koplanar sind und eine im Wesentli-
chen ebene Befestigungsflache bilden, so dass bei
der letzten Anwendung die Kugeln zu einem ebenen
bedruckten Leiterplattensubstrat zurlickflielen und
ebenmalig verldten. Jegliche groReren Unterschie-
de in der Lotkoplanaritat auf einem gegebenen Sub-
strat kann eine schlechte Létleistung zur Folge ha-
ben, wenn der Steckverbinder auf eine bedruckte Lei-
terplatte zurlickflie3t wird. Fir eine hohe Lotverlass-
lichkeit spezifizieren die Anwender sehr geringe Ko-
planaritatsanforderungen, Ublicherweise in der Gro-
Renordnung von 0,1016 mm bis 0,2032 mm. Die Ko-
planaritat der Létkugeln wird durch die GréRRe der L6t-
kugel und seine Position auf dem Steckverbinder be-
einflusst. Die abschlieRende GréRe der Kugel hangt
von dem Gesamtvolumen des Lotmaterials ab, das
urspringlich in der Lotpaste und den Loétkugeln vor-
handen ist. Beim Anbringen von Létkugeln an einem
Steckverbinderkontakt bereitet diese Betrachtung
besondere Herausforderungen, da Anderungen im
Volumen des Steckverbinderkontakts, der in der L6t-
masse aufgenommen ist, die mégliche Anderung der
Grole der Lotmasse beeinflusst und somit die Kopla-
naritat der Létkugeln auf dem Steckverbinder entlang
der Befestigungsflache.

[0006] Ein weiteres Problem, das sich beim Loéten
von Steckverbindern an ein Substrat ergibt, liegt da-
rin, dass die Steckverbinder oft isolierende Gehause
mit relativ komplexen Flachen haben, beispielsweise
Gehause mit zahlreichen Hohlrdumen. Bei solchen
thermoplastischen Gehausen kdénnen sich bleibende
Beanspruchungen aus dem Gussverfahren, von dem
Aufbau der Beanspruchung als Ergebnis der Kontak-
teinflhrung oder als eine Kombination von beiden er-
geben. Ein derartiges Verzerren oder Verkrimmen
des Gehauses kann zu einer Mal¥fehlpassung zwi-
schen der Steckverbinderanordnung und der PWB
fuhren, was zu einem unzuverlassigen Léten fihrt, da
die Oberflachenbefestigungselemente, wie die Lot-
kugeln, nicht ausreichend in Kontakt mit der Létpaste
oder vor dem Léten in der Nahe der PWB sind. Die
Stammanmeldung und vorher beschriebene damit
verbundene Anmeldungen beziehen sich auf Losun-
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gen fur diese Designherausforderungen. Der Antrieb
zur verminderten SteckverbindergréfRe betritt nicht
nur Grofenordnungen der Anschlussflachen, son-
dern auch die verbundene Verbindungshéhe. Da die
elektrische Komponente in der GréRRe schrumpft, be-
steht die Notwendigkeit, die Leiterplatten enger zu-
sammen zu stapeln.

[0007] US 3 865 462 beschreibt einen vorgespann-
ten Kontakt mit einer verriegelbaren Gehauseanord-
nung, die in ein PC-Board fir Drahtsteckanschluss-
verbindungen eingefiihrt werden kann, wobei die ge-
samte Hohe des Kontakts ziemlich groR ist, da die
biegsamen Federelemente lang sind und von langen
Pfosten gefolgt werden. Diese Kontakte passen nicht
zu einem Steckverbinderkonzept mit hoher Dichte
und verminderter Stapelungshoéhe.

[0008] US 5 498 167 beschreibt einen Plat-
te-zu-Platte elektrischen Steckverbinder, der ein Ge-
hause aufweist, das an einer Leiterplatte befestigt ist,
wobei zwitterartige Profile eines identischen Gehau-
seprofils des anderen Steckverbinders der anderen
anzuschlieRenden Leiterplatte ineinander passen.
[0009] US 4 140 361 zeigt einen flachen Aufnahme-
kontakt fur eine Befestigung mit sehr hoher Dichte,
wobei der gesamte Kontakt in dem Steckverbinder-
korper aufgenommen ist, der hierfur relativ dick ist.
Dieser elektrische Steckverbinder weist ein isolieren-
des Steckverbindergehause, das eine Verbindungs-
flache hat, die einen Bereich definiert, um einen Ge-
genstecker aufzunehmen, und ein Kontaktelement
mit einem Befestigungsbereich auf, der in dem Steck-
verbinderkdrper aufgenommen ist, um das Kontakte-
lement an dem Steckverbinderkdrper zu halten. Wei-
terhin beschreibt US 4 140 361 eine elektrische
Steckverbinderanordnung, welche aufweist: einen
isolierenden Steckverbinderkdrper mit einer Offnung
und einer Verbindungsflache, die einen Bereich zur
Aufnahme eines Gegensteckers definiert, der ein
erstes Kontaktelement aufweist, wobei ein zweites
Kontaktelement einen Befestigungsbereich aufweist,
der in der Offnung des Steckverbinderkérpers befes-
tigtist, um das zweite Kontaktelement auf dem Steck-
verbinderkérper zu befestigen und einen Verbin-
dungsbereich aufweist, der sich von dem Befesti-
gungsbereich und dem Steckverbinderkdrper er-
streckt und in das erste Kontaktelement des Gegen-
steckers eingreifen kann; eine erste Aussparung im
Bereich des Steckverbinderkérpers neben dem Be-
festigungsbereich und in Verbindung mit der Offnung
entlang der Verbindungsflache zur Aufnahme eines
distalen Abschnitts des ersten Kontaktelements des
Gegensteckers.

[0010] Aufgabe dieser Erfindung ist die Bereitstel-
lung eines elektrischen Steckverbinders mit hoher
Dichte, insbesondere eines Steckverbinders mit
niedrigem Profil, um den Abstand zwischen gestapel-
ten Leiterplatten zu vermindern und insbesondere ei-
ner elektrischen Steckverbinderanordnung, die
BGA-Befestigungstechniken verwendet.

[0011] Diese Aufgabe wird durch den beanspruch-

ten elektrischen Steckverbinder geldst. Abhangige
Anspriiche richten sich auf bevorzugte Ausflihrungs-
formen der Erfindung.

[0012] Elektrische Steckverbinder nach der vorlie-
genden Erfindung ermdglichen eine hohe Einga-
be-/Ausgabedichte und eine reduzierte Verbindungs-
héhe.

[0013] Die Hohe bei verbundenen Steckverbindern
wird durch die Verwendung von Aussparungsberei-
chen in der Verbindungsflache eines Steckverbinder-
korpers fur die Aufnahme des distalen Endes eines
Kontaktelements erreicht, der mit dem Gegenstecker
verbunden ist. Die verminderte Hoéhe des verbunde-
nen Steckverbinders wird ebenso durch die Bereit-
stellung eines Entlastungsbereichs im Steckverbin-
derkorper erreicht, der das Verbiegen des unteren
Abschnitts der Kontaktarme des Kontaktelements er-
moglicht.

[0014] Die gesamte Kontaktlange wird durch fe-
dernde Kontaktarme vermindert, die sich hinter eine
Einbuchtung in dem Kontaktelement in Richtung ei-
nes Stiftkontakts erstrecken, der eine relativ kurze
Befestigungsbasis aufweist. Sowohl die Stift- und
Buchsenkontaktelemente werden in einem Durch-
lass aufgenommen, der ein Befestigungsmerkmal
aufweist, das mittig in das Kontaktelement eingreift,
wodurch eine maximale Schenkelldnge und annehm-
bare Leistungscharakteristiken erreicht werden. Die
Kontaktelementbefestigungsmerkmale kénnen an ei-
nem Zwischenstandort entlang der Lange von einem
oder mehreren Kontaktarmen liegen.

[0015] In dem Befestigungsabschnitt des Kontakte-
lements kénnen thermische Brucheinrichtungen vor-
gesehen sein. Die Brucheinrichtungen steuern die
Létdochtwirkung entlang des Kontaktelements von
einer Befestigungsflache, wo ein Korper aus
schmelzbarem Material auf dem Kontaktelement ge-
formt wird.

[0016] Die Kontaktelemente kénnen in dem Steck-
verbinderkdrper durch einen Vorsprung oder Vor-
springe in dem Kontaktelementdurchlass gehalten
werden, die in den Befestigungsbereich des Kontak-
telements eingreifen, oder in eine Offnung, die in dem
Befestigungsbereich des Kontaktelements gebildet
ist. Diese Kontaktelementbefestigungsanordnung mi-
nimiert die Haufung von Beanspruchungen in dem
Steckverbinderkorper, wodurch die Tendenz des ge-
gossenen Steckverbinderkdrpers vermindert wird
sich zu verbiegen oder einzuhiillen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Nachfolgend wird die Steckverbinderanord-
nung der Erfindung unter Bezugnahme auf die beilie-
genden Zeichnungen beschrieben, wobei:

[0018] Fig. 1 eine Aufsicht auf den erfindungsge-
maflen Steckverbinder zeigt;

[0019] Fig. 2 eine vergrolerte Sicht des Bereichs A
des in Fig. 1 gezeigten Steckverbinders ist;

[0020] Fig. 3 ein Querschnitt des in Fig. 2 gezeigten
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Bereichs ist, der entlang der Linie 3-3 genommen
wurde;

[0021] Fig. 4 eine teilweise freigeschnittene Quer-
schnittsansicht des Stiftkontaktelements zeigt, das in
den Fig. 1-3 in Verbindung mit einer Buchse darge-
stellt ist;

[0022] Fig. 5 eine teilweise freigeschnittene Quer-
schnittsansicht der Auf nahme und des in Fig. 4 ge-
zeigten Stifts in einer Orientierung senkrecht zu der in
Fig. 4 gezeigten darstellt und zwischen gestapelten
Leitersubstraten befestigt sind;

[0023] Fig. 6 eine Seitenansicht des in den Fig. 4
und 5 gezeigten Buchsenkontaktelements ist;

[0024] Fig. 7 eine Seitenansicht des in Fig. 6 ge-
zeigten Buchsenkontaktelements ist;

[0025] Fig. 8 eine Aufsicht von oben des in Fig. 6
und 7 gezeigten Buchsenkontaktelements ist;

[0026] Fig. 9 eine Seitenansicht einer zweiten Aus-
fuhrungsform des Buchsenkontaktelements ist; und
[0027] Fig. 10 eine Querschnittsansicht entlang der
Linie C-C von Fig. 9 des Befestigungsbereichs des
Kontaktelements ist, der in einem Durchlass festge-
halten ist.

[0028] Fig. 1 zeigt einen Steckverbinderstift 20 mit
einem Steckverbinderkdrper oder -gehause, das ein
im Wesentlichen ebenes Basiselement 22 und eine
aulerliche Umfangswand 24 aufweist. Auf jeder End-
wand sind Polarisierungs-/Ausrichtungslaschen 26
angeordnet, die von der Wand 24 abstehen, um die
richtige Befestigung des Steckverbinderstifts 20 mit
dem spater beschriebenen Aufnahmensteckverbin-
der 52 sicherzustellen. Vorzugsweise ist der Steck-
verbinderkdrper einstlckig durch Giel3en eines iso-
lierenden Polymers gebildet. Vorzugsweise kann das
Polymer SMT (Surface Mount Technology)-Rick-
flusstemperaturen widerstehen, wie beispielsweise
ein Flussigkristallpolymer.

[0029] Der Steckverbinder 20 weist eine Matrix von
Kontaktstiftelementen 28 auf, die in einem ge-
wlinschten Muster, beispielsweise in einer zweidi-
mensionalen Matrix auf dem Steckverbinderkérper
befestigt sind. Zur Vereinfachung der Zeichnung sind
nur ein paar Anschlussstellen gezeigt.

[0030] Bezug nehmend auf Fig. 3 weist jedes Stift-
kontaktelement 28 ein im Wesentlichen ebenes Kon-
taktelement mit einem Verbindungsabschnitt 30 zur
Verbindung mit einem spater beschriebenen Aufnah-
mekontaktelement 72 auf. Das Stiftkontaktelement
28 weist ebenso einen Befestigungsbereich 32 auf,
der in dem Steckverbinderkdrper 22 auf eine spater
beschriebene Weise befestigt ist. Der Befestigungs-
bereich 32 weist ein Paar von gegeniberliegenden
Schultern 34 auf, an die ein Einfiihrungswerkzeug
angelegt wird, um das Kontaktelement 28 in einen
Kontaktelementdurchlass 38 einzuflihren, der in dem
Steckverbinderkérper 22 gebildet ist. An den Schul-
tern 34 kdnnen ebenso Grate oder Widerhaken ge-
formt sein, die helfen, das Kontaktelement in dem
Durchlass 38 zu halten. Durch eine schlitzférmige
Offnung 53 am Boden des Durchlasses 38 erstreckt

sich ein Loétstreifen 36 von dem Befestigungsbereich
32, an dem eine |6tbare Substratkontaktmasse oder
ein Korper, wie beispielsweise eine Lotkugel 35, an-
gelotet werden kann. Vorzugsweise ist die vordere
Kante des Lotstreifens auf einer oder beiden Seiten
des Kontaktelements zur Spitze hin abgeschragt, wie
durch die Abfasung oder die Schrage 37. Die Lotku-
geln 35 werden auf die Stiftkontaktelemente 28 und
(spater beschriebenen) Buchsenkontaktelemente 72
durch Techniken gelétet, die in den Stammanmeldun-
gen mit den Nr. 08/778,806 und 08/728,194 beschrie-
ben sind.

[0031] Wie in Fig. 3 dargestellt, ist das Kontaktele-
ment 28 in dem Kontaktelementdurchlass 38 festge-
legt, der in dem Steckverbinderkérper 22 gebildet ist.
Der Durchlass 38 erstreckt sich von einer Verbin-
dungsflache oder Oberflache 40 zu einer Befesti-
gungsflache 42. Eine Aussparung, wie beispielswei-
se eine Bohrung oder eine Tasche 50, ist in der Be-
festigungsflache 42 durch die schlitzférmige Offnung
53 ausgerichtet und steht mit jedem Durchlass 38 in
Verbindung. Der Verbindungskontaktabschnitt 30 er-
streckt sich von der Verbindungsflache 40 und der
Lotstreifen 36 ragt in die Tasche 50 hinein. Das Kon-
taktelement istim Wesentlichen mit einer Mittelebene
MP (Fig. 2) des Durchlasses 38 ausgerichtet.

[0032] Die Kontaktelemente 28 sind in dem Korper
22 derart befestigt, dass Belastungen flir den gegos-
senen Plastikkdrper bei der Einfuhrung der Kontakte-
lemente vermieden werden. Dieses Ziel wird in der
bevorzugten Ausfiihrungsform durch die Verwen-
dung von gegenuberliegenden Vorspriingen 48 er-
reicht. Eine Einfihrungsflache 49 ist am oberen Ende
jedes Vorsprungs 48 gebildet. Der Abstand zwischen
den distalen Enden der Vorspriinge 48 ist geringer
als die Dicke des metallischen Kontaktelements 28,
wodurch eine Presspassung erzeugt wird. Somit
steht der distale Abschnitt jedes Vorsprungs 48 in
Eingriff mit dem Kontaktelement und wird durch die-
ses verformt, wenn das Kontaktelement 28 in den
Durchlass 38 und den Schlitz 53 eingefuhrt wird. Vor-
zugsweise sind die distalen Positionen der Vorspriin-
ge 28 im gleichen Abstand zur Mittelebene MP ange-
ordnet, so dass jeder Vorsprung im Wesentlichen
gleich bei der Einflhrung des Kontaktelements ver-
formt wird. Folglich sind die Normalkrafte gegen den
Kontaktelementbefestigungsbereich 32 im Wesentli-
chen ausgeglichen, wodurch zur Anordnung entlang
der Mittelebene MP beigetragen wird. Das Kontakte-
lement 28 wird fest in dem Durchlass 38 und dem
Schlitz 53 durch die Normalkraft gehalten, die auf das
Kontaktelement durch die deformierten Vorspriinge
ausgeubt wird. Die Einfuhrungsflachen 49 und die
abgeschragten Spitzen 37 vermindern die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Vorspriinge 48 bei der Ein-
fuhrung abgeschabt werden, wodurch das Entfernen
von Material von dem Vorsprung 48 minimiert wird.
Der distale Bereich eines jeden Vorsprungs defor-
miert sich und entwickelt eine Ruckhaltekraft, die je-
doch lokalisiert ist, so dass die Anhaufung von Belas-
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tungen im Gehause vermieden wird. Durch ein Paar
von gegenuberliegenden, im Wesentlichen identi-
schen Vorspriingen 48, die im gleichen Abstand zur
Mittelebene MP angeordnet sind, kann das Kontakt-
element mit geringer Toleranz entlang der Mittelebe-
ne MP positioniert werden.

[0033] Einer der Vorteile der in Fig. 3 dargestellten
Kontaktelementbefestigungsstruktur und die in den
oben beschriebenen Stammanmeldungen offenbart
ist, beruht auf der Tatsache, dass nach dem Ruck-
fluss zur Befestigung der Lotkugel 38 am Kontaktele-
ment 28 dieses im Gehduse 22 in einem verringerten
Zustand mit nahezu null Spiel befestigt ist. Dies folgt
aus den folgenden Bedingungen. Das Kontaktele-
ment 28 sitzt in dem Durchlass 38 am Boden auf, in-
dem das Kontaktelement eingefiihrt wird, bis die Bo-
denschultern 38 in die Durchlassbodenflachen 39
eingreifen. Dies setzt den Standort des Kontaktele-
ments 28 in einer vertikalen, nach unten gerichteten
Position, relativ zur Ansicht von Fig. 3, fest. Nach
dem Ruckfluss zur Befestigung der Létmasse 35 auf
dem Streifen 36 durch Techniken, die beispielsweise
in den Stammanmeldungen mit den Seriennummern
08/728,194 und 08/778,806 beschrieben sind, bilden
die Létkugel und/oder das in der Tasche 50 angeord-
nete Létmaterial eine Masse, die die Form der Ta-
sche 50 fullt und ihre Form annimmt. Folglich greift
die Létmasse 35 in den Boden 51 der Bohrung 50
ein. Somit hilft die zurlickgeflossene Létmasse 35 da-
bei, die Bewegung des Kontaktelements 28 nach
oben (im Sinn von Fig. 3) aus dem Durchlass 38 her-
aus zu verhindern.

[0034] Das Kontaktelement 28 ist an den Seiten
durch den Eingriff der Seitenkanten 43 des Befesti-
gungsbereichs 32 in die Seitenwande 41 des Durch-
lasses 38 angeordnet. Die Seitenwande 41 und die
Seitenkanten 43 haben bevorzugt eine passende ko-
nische Form, wie dargestellt, um die mogliche Positi-
onierung des Kontaktelements 28 zu unterstitzen.
Bezug nehmend auf Fig. 2 wird das Kontaktelement
28 durch die gegenuberliegenden Vorspriinge 48 mit-
tig in dem Durchlass 38 (in der Richtung von links
nach rechts in Fig. 2) gehalten. Dies flhrt zur Anord-
nung des Kontaktelements 28 im Gehaduse 22 unter
Toleranzbedingungen, die sich den Toleranzen anna-
hern, die bei Einflhrung durch Spritzgussverfahren
erreicht werden. Die verbesserten gesamten erreich-
baren Toleranzbereiche ergeben sich aus der Mini-
mierung des Spiels, das normalerweise vorhanden
ist, wenn Metallkontaktelemente nachher in Plastik-
gehause eingefiihrt werden. Die Positionstoleranzen
werden somit verringert, wodurch die Passungstole-
ranzen (die Toleranzen zwischen zu verbindenden
Steckverbindern) zur Haupttoleranz wird, die in den
Teilen vorliegen. Der Kontaktabstand bleibt bei der
Einfihrung erhalten, als ob die Kontaktelemente
noch auf einem Tragerstreifen befestigt waren. Die
geringe Abstandstoleranz, die bei den Kontaktele-
mentausschneidoperationen erreicht wird, wird im
Wesentlichen nach der Kontaktelementeinfihrung

durch die Verwendung des oben beschriebenen Kon-
taktbefestigungssystems beibehalten.

[0035] Obwohl die in Fig. 2 und 3 gezeigte Quer-
schnittsform der Vorspriinge 48 bevorzugt wird, kon-
nen auch Vorspriinge oder Rippen mit irgendeiner
anderen Form oder GroRRe verwendet werden. Eine
Erklarung des Mechanismus dieses Befestigungs-
systems ist in den Stammanmeldungen mit den Seri-
ennummern 08/728,194 und 08/778,806 beschrie-
ben. Die Verformung der Vorspriinge 48 durch die
Kontaktelemente 28 erzeugen Reibungskrafte, die
grof’ genug sind, um die Position der Kontaktelemen-
te in dem Gehduse vor dem Ruckfluss der Lotkugeln
35 zu halten.

[0036] Neben jedem Durchlass 38 sind eine oder
mehrere Spitzenaufnahmeaussparungen 44, 46, die
die distalen Enden des Gegenkontaktelements 72
aufnehmen kénnen. Wie gezeigt, sind die Ausspa-
rungen 44, 46 so geformt, dass eine Seite in den
Durchlass 38 Uibergeht. In der in Fig. 2 und 3 gezeig-
ten Ausfiihrungsform liegen die Aussparungen auf
gegenuberliegenden Seiten der Mittelebene MP. Die-
se Aussparungen sind auch zueinander versetzt an-
geordnet, was bedeutet, dass sie auf gegenuiberlie-
genden Seiten der Mittelebene C liegen, die senk-
recht zur Mittelebene MP liegt. Die Fig. 4 und 5 zei-
gen, wie die distalen Abschnitte der Kontaktarme des
Buchsenkontaktelements 72 in den Aussparungen
44, 46 aufgenommen werden.

[0037] Bezug nehmend auf die Fig. 4 und 5 ist ein
Buchsensteckverbinder 52 zur Verbindung mit dem
Stiftsteckverbinder 20 dargestellt. Der Buchsensteck-
verbinder 52 weist einen Korper 54 auf, der vorzugs-
weise aus dem gleichen isolierenden gegossenen
Polymer geformt ist wie der Stiftsteckverbinder 20.
Den Korper 54 umgibt eine Umrandung 56, die (nicht
gezeigte) ausgeschnittene Bereiche aufweist, um die
Polarisierungs-/Ausrichtungslaschen 26 des Stifts-
steckverbinders aufzunehmen. Die Basis oder das
Korperelement 54 weist Buchsendurchlasse 62 zur
Aufnahme der Buchsenkontaktelemente 72 auf.
Wenn Buchsenkontaktelemente verwendet werden,
wie sie in den Fig. 6, 7 und 8 dargestellt sind, weisen
die Durchlasse 62 vorzugsweise gegenlberliegende
Entlastungsbereiche 64 fiir die Aufnahme des Stift-
kontaktelements 28 in den geformten Kontaktarmen
78a, 78b (Fig. 4 und 5) auf. Die Entlastungsbereiche
64 sind vorzugsweise mit Einfihrungsflachen 65 ge-
formt, die in den oberen Abschnitten der Vorspriinge
68 liegen und diese beinhalten. Die Durchlésse 62
weisen ebenso Seitenwande 66 auf. Von den Seiten-
wanden 66 erstrecken sich zu den Basisabschnitten
76 (Fig. 6 und 7) des Buchsenkontaktelements 72
gegenuberliegende Kontaktelementbefestigungsvor-
springe 68. Die Vorspriinge 68 werden bei der Ein-
fuhrung des Buchsenkontaktelements 72 auf gleiche
Weise verformt, wie die Vorspriinge 48 in dem Stift-
steckverbinder 20. Die Schrage 87 der Spitzen 88
und die Einfihrungsflachen 65 helfen bei der Verfor-
mung anstelle der Entfernung der distalen Enden der
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Vorspringe 68, wie es in Zusammenhang mit Fig. 3
vorher beschrieben wurde.

[0038] Jeder Buchsendurchlass 62 erstreckt sich
von der Verbindungsflache 58 des Korpers 54 zu ei-
ner Bohrung oder Tasche 70, die in der Befestigungs-
flache oder Oberflache 60 gebildet ist. Wie in Fig. 4
gezeigt, kann die Tasche 70 eine Substratkontakt-
masse, wie beispielsweise Létkugeln 74, aufnehmen,
die an die Kontaktelemente 72 gel6tet werden und
die die Tasche 70 fullen und im Wesentlichen ihre
Form annehmen. So werden die Buchsenkontaktele-
mente festgesetzt und im Wesentlichen auf gleiche
Weise wie die Stiftkontaktelemente 28 angeordnet.
[0039] Wie in Fig.5 dargestellt, ermdglichen die
Konfigurationen der Stift- und Steckverbinderkdrper
22 und 54 und die Konfigurationen der Stiftkontakte-
lemente 28 und der Buchsenkontaktelemente 72 die
Minimierung der Héhe der verbundenen Steckverbin-
der. Dadurch wiederum kann die Stapelhdhe T zwi-
schen gestapelten Schaltungssubstraten S nach
dem zweiten Rickfluss der Lotkugeln 35a und 74a
minimiert werden.

[0040] Bezug nehmend auf die Fig. 6 bis 8 ist eine
bevorzugte Form des Buchsenkontaktelements 72
weiter beschrieben. Jedes Buchsenkontaktelement
weist einen Basisabschnitt 76 und ein Paar freitra-
gende Federkontaktarme 78a, 78b auf. Wie in Fig. 7
gezeigt, ist der Basisabschnitt 76 im Wesentlichen
eben und kann eine sich langs erstreckende Mittele-
bene P des Kontakts bilden. Wie in Fig. 7 gezeigt,
lauft jeder Kontaktarm 78a, 78b von der Ebene P im
mittleren Bereich der Kontaktarme nach aul3en, um
dazwischen eine Einbuchtung 79 zu bilden, die vom
Full 86 des Spaltes beabstandet ist, der zwischen
den zwei Kontaktarmen angeordnet ist.

[0041] Die distalen Enden der Kontaktarme 78a,
78b konvergieren dann in Richtung der Ebene P und
bilden die Kontaktbereiche 80, die in die Stiftkontakt-
elemente eingreifen. An den Enden der Arme 78a,
78b sind Einfuhrungsbereiche 82 gebildet, die bei der
Verbindung mit dem Stiftkontakt 28 helfen. Eine
scharfe Schulter 84 ist zwischen den Enden eines je-
den Arms 78a und 78b geformt. Die scharfe Schulter
wirkt als Widerhaken und hilft bei der Befestigung des
Kontaktelements im Durchlass 62. In diese Schultern
als auch in die Schultern 34 des Stiftkontaktelements
28 greifen Werkzeuge sein, um die Metallkontakte in
die jeweiligen Plastikkdrper einzufihren. Die schar-
fen Kanten helfen bei der Befestigung der Kontakte-
lemente in den jeweiligen Durchlassen.

[0042] Die Verwendung der seitlich versetzten Kon-
taktarme 78a, 78b fuhrt zu zahlreichen Vorteilen in-
klusive der Minimierung der Dimension des Kontakt-
elements von hinten nach vorne, auch wenn es bis
zur Position der gestrichelten Linie, wie in Fig. 7 ge-
zeigt, verformt ist, wenn das Stiftkontaktelement 28
zwischen die beiden Arme 78a, 78b eintritt. Weiterhin
ermdglicht die Verwendung der Kontaktelementbe-
festigungsvorspriinge 68, wie in Fig. 4 und 5 gezeigt,
die Maximierung der Lange der Kontaktarme 78a und

78b, wodurch sich eine passende Verformung entwi-
ckeln kann, um geeignete Kontaktnormalkrafte und
ein ausreichendes Kontaktabreibung zu erzeugen.
[0043] Wie in Fig. 6 gezeigt, erstreckt sich ein Lo6t-
streifen 88 von dem Basisabschnitt 76. In der bevor-
zugten Form kann an den Létstreifen 88 eine Lotku-
gel angeschmolzen werden. Wie zuvor in Verbindung
mit dem Stiftkontaktelement 28 beschrieben, ist die
Fihrungskante des Kontaktelements 72 mit einer ge-
eigneten EinfUhrungsstruktur, wie beispielsweise ab-
geschragten Flachen 87, ausgestattet. Der Basisab-
schnitt kann mit einer thermischen Bruchstruktur ver-
sehen sein, um die Létdochtwirkung von der Tasche
70 auf das Kontaktelement zu minimieren. Wie in
Fig. 6 gezeigt, kann die thermische Bruchstruktur ein
Paar Offnungen 89 enthalten. Diese Struktur kann in
Verbindung mit der Bildung einer passivierten Ober-
flaiche auf dem Basisabschnitt 76 oder der Anwen-
dung von anderen geeigneten Antilétdochtwirkungs-
beschichtungen verwendet werden, so wie im Stand
der Technik bekannte organische Fluorpolymere. Die
thermischen Brucheinrichtungen mit oder ohne Pas-
sivieren und/oder Antidochtwirkungsbeschichtungen
verzdgern den Fluss von Létzinn entlang des Kontak-
tes, wenn die Lotpaste in der Tasche 70 zurtickge-
flossen ist, um die Létkugel 74 auf dem Lotstreifen 88
zu befestigen. Das Stiftkontaktelement kann ebenso
derartige Antildtdochtwirkungsflachen, wie thermi-
sche Brucheinrichtungen, Passivierung, Beschich-
tungen oder eine Kombination davon aufweisen.
[0044] Bezug nehmend auf die Fig.9 und 10 ist
eine alternative Struktur zur Befestigung von Kontak-
telementen sowie der Buchsenkontaktelemente 90 in
einem Steckverbindergehduse gezeigt. In dieser
Ausfuhrungsform sind die Durchlasse 91 gebildet,
um die Kontaktelemente 90 aufzunehmen. In jedem
Durchlass 91 sind ein oder mehrere Vorspriinge 94
gebildet, die sich von den Seitenwanden des Durch-
lasses erstrecken. Jedes Kontaktelement weist eine
Offnung 96 mit einer GroRe auf, die derart geformt ist,
dass sie zumindest einen Teil von einem oder beiden
Vorspringen 94 aufnimmt. ldealerweise entspricht
die Form der Offnung 96 der Form der Vorspriinge
94, so dass das Kontaktelement durch die Vorsprin-
ge gegen seitliche und Langs-Bewegungen sowie
Vor- und Ruckbewegungen festgelegt ist. Die dista-
len Abschnitte der Vorspriinge 94 sind zueinander
beabstandet, wobei der Abstand geringer als die Di-
cke des Materials ist, aus dem das Kontaktelement
90 gebildet ist, wobei sie vorzugsweise zur Mittelebe-
ne MP den gleichen Abstand haben.

[0045] Bei Einfihrung des Kontaktelements 90 in
den Durchlass 91 werden die Vorspringe 94 verformt
oder leicht durch die Kontaktelementspitze oder den
Lotstreifen 98 gespreizt. Die schrage oder konische
Flache 95 vermindert das Abtragen der distalen En-
den der Vorspriinge 94 durch den Loétstreifen 98.
Wenn die Kontaktelemente in der volleingefihrten
Position liegen, sind die Vorspriinge 94 mit den Off-
nungen 96 ausgerichtet, und seine distalen Enden
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liegen in der Offnung 96. Im Ergebnis wird jede Bean-
spruchung, die auf den Steckverbinderkérper aufge-
bracht wird, bei den distalen Bereichen der Vorsprin-
ge 94 lokalisiert. Da ein grofter Anteil der Beanspru-
chung entfallt, wenn die Vorspriinge 94 in die Offnung
96 eintreten, wird ein Auftreten von Beanspruchung
verhindert, die das Biegen oder Kriimmen des Steck-
verbinderkdrpers verursachen wirden. Vorzugswei-
se ist der Langsquerschnitt des Befestigungsbe-
reichs 92 im Wesentlichen symmetrisch zu einer mitt-
leren Langsebene, so dass sich eine Selbstzentrie-
rung fir das Kontaktelement 90 ergibt, wenn die Ba-
sis 92 in den Durchlass 91 eingefiihrt wird. Die Off-
nung 96 kann ebenso als thermische Brucheinrich-
tung oder Verzdgerung der Létdochtwirkung auf ahn-
liche Weise wie die Offnungen 89 in der Ausfiihrungs-
form von Fig. 6 arbeiten. Das Kontaktelement 90
kann ebenso Passivierungs- oder Antidochtwir-
kungsbeschichtungen aufweisen, um zu verhindern,
dass Létzinn in Richtung der Kontaktbereiche flief3t.
[0046] Die beschriebenen Anordnungen kénnen mit
anderen Komponenten als Steckverbindern verwen-
det werden, die ein Gehause aufweisen, das aus iso-
lierendem Material gebildet ist, die Elemente tragen,
die auf eine bedruckte Leiterplatte oder ein anderes
elektrisches Substrat geschmolzen werden.

[0047] Folglich ist die vorliegende Erfindung nicht
auf eine einzige Ausfluhrungsform beschrankt, der
Schutzbereich ergibt sich vielmehr aus den beilie-
genden Ansprichen.

Patentanspriiche

1. Steckverbinder (20), der aufweist:
einen isolierenden Steckverbinderkérper (22) mit ei-
ner Verbindungsflache, die einen Bereich zur Auf-
nahme eines Gegensteckers definiert;
ein Kontaktelement (28), das in einem Kontaktele-
mentdurchlass (38) angeordnet ist und einen Befes-
tigungsbereich (32) aufweist, der in dem Steckverbin-
derkdrper (22) zur Befestigung des Kontaktelements
(28) an dem Steckverbinderkdrper (22) aufgenom-
men ist, wobei das Kontaktelement einen Verbin-
dungsbereich (30) aufweist, der sich von dem Befes-
tigungsbereich (32) erstreckt und in Eingriff mit einem
verformbaren Gegenkontaktelement (72) des Ge-
gensteckers steht;
eine erste Aussparung (44), die in einem Bereich des
Steckverbinderkérpers in der Nahe des Befesti-
gungsbereichs (32) seitlich versetzt vom Befesti-
gungsbereich (32) angeordnet ist, um einen distalen
Abschnitt des verformbaren Gegenkontaktelements
(72) des Gegensteckverbinders aufzunehmen;
eine zweite Aussparung (46), die in einem Bereich
des Steckverbinderkdrpers in der Nahe des Befesti-
gungsbereichs (32) angeordnet ist, wobei die erste
Aussparung relativ zum Befestigungsbereich (32) ge-
genulber der zweiten Aussparung angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kontaktelement (28) ein Kontaktstift ist, der im

Wesentlichen eben ist und der im Wesentlichen auf
der Mittelebene (MP) des Kontaktelementdurchlass
(38) des Kontaktelements (28) ausgerichtet ist.

2. Steckverbinder nach Anspruch 1, wobei die
erste Aussparung seitlich versetzt zur zweiten Aus-
sparung (46) angeordnet ist.

3. Steckverbinder nach einem der vorstehenden
Anspriiche, wobei das Kontaktelement (72) einen
Halterungsbereich aufweist, der in dem Kontaktele-
mentdurchlass angeordnet ist, wobei das Kontaktele-
ment eine Basis und zwei federnde Kontaktarme auf-
weist, die sich von der Basis erstrecken; und wobei
der Kontaktelementdurchlass (62) Entlastungsberei-
che in dem Korper aufweist, um Bereiche der Kon-
taktarme (78a, 78b) aufzunehmen.

4. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 3,
wobei der Steckverbinderkdrper eine Verbindungsfla-
che (58) und eine Halterungsflache aufweist, wobei
die Entlastungsbereiche in der Nahe der Verbin-
dungsflache angeordnet sind, und die distalen Be-
reich der Arme (78a, 78b) Uiber die Entlastungsberei-
che hinaus stehen.

5. Steckverbinder nach Anspruch 3, wobei ein
erster Entlastungsbereich neben einer Seite des
Kontaktelements angeordnet ist, und ein zweiter Ent-
lastungsbereich benachbart auf einer gegenuberlie-
genden Seite des Kontaktelements angeordnet ist.

6. Steckverbinder nach Anspruch 5, wobei die
Entlastungsbereiche auf gegeniberliegenden Seiten
der Mittelebene (MP) des Durchlasses (62) angeord-
net sind.

7. Steckverbinder nach Anspruch 5, wobei die
Entlastungsbereiche auf gegeniberliegenden Seiten
einer Ebene angeordnet sind, die orthogonal und pa-
rallel zur Mittelebene (MP) des Durchlasses (62) ist.

8. Steckverbinder nach Anspruch 5, wobei die
Entlastungsbereiche auf gegenuberliegenden Seiten
der Mittelebene (MP) des Durchlasses (62) liegen
und auf gegentiberliegenden Seiten einer Ebene, die
orthogonal und parallel zur Mittelebene (MP) des
Durchlasses (62) ist.

9. Steckverbinder nach einem der vorstehenden
Anspriiche, wobei der Durchlass (38) im Korper (22)
ein Kontaktelement entlang einer Mittelebene auf-
nimmt, wobei sich der Durchlass von der Verbin-
dungsflache zur Halterungsflache erstreckt und ei-
nen Befestigungsabschnitt zur Aufnahme eines Be-
reichs des Kontaktelements (72), das in dem Koérper
gehalten werden soll, und einen Entlastungsbereich
neben der Verbindungsflache aufweist.

10. Steckverbinder nach Anspruch 9, wobei der
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Befestigungsbereich ein Kontaktelementeingriffsele-
ment aufweist, in das ein Kontaktelement in dem
Durchlass (38) eingreifen kann.

11. Steckverbinder nach Anspruch 10, wobei der
Entlastungsbereich auf einer Seite der Mittelebene
(MP) des Durchlasses (38) gegentiber dem Kontakt-
elementeingriffselement angeordnet ist.

12. Steckverbinder nach Anspruch 9, wobei das
Kontakteingriffselement verformbar ist.

13. Steckverbinder nach Anspruch 9, wobei der
Befestigungsbereich des Durchlasses ein Kontakte-
lementeingriffselement aufweist, das auf jeder Seite
der Mittelebene des Durchlasses liegt.

14. Steckverbinder nach Anspruch 13, wobei je-
des der Kontaktelementeingriffselemente durch ein
Kontaktelement verformbar ist, das in den Durchlass
(38) eingefuhrt wird.

15. Steckverbinder nach Anspruch 13, wobei im
Durchlass ein erstes Paar von Entlastungsbereichen
(64) gebildet ist, wobei die ersten Entlastungsberei-
che auf gegenuberliegenden Seiten der Mittelebene
(MP) des Durchlasses (38) angeordnet sind.

16. Kontaktelement nach Anspruch 15, wobei die
Kontaktelementeingriffselemente in der Nahe einer
Mittelachse des Durchlasses (38) angeordnet sind,
und die Entlastungsbereiche auf gegenlberliegen-
den Seiten einer Ebene orthogonal und parallel zur
Mittelebene des Durchlasses angeordnet sind.

17. Steckverbinder nach einem der vorhergehen-
den Anspruche, wobei das leitende Kontaktelement
einen Basisabschnitt aufweist, der in dem Durchlass
durch einen Lotstreifen (36) befestigt ist, der sich zur
Halterungsflache erstreckt, und wobei thermische
Brucheinrichtungen in dem Kontaktelement eine Off-
nung im Basisabschnitt aufweisen, die den Fluss der
Lotflussigkeit entlang des Kontaktelements verzo-
gern.

18. Steckverbinder nach Anspruch 17, wobei der
Durchlass (38) einen Kontaktelementbefestigungs-
vorsprung (68) aufweist, der mit dem Basisbereich in
Eingriff steht, und die thermische Brucheinrichtung
zwei beabstandete Offnungen im Basisabschnitt auf-
weist, die den Vorsprung flankieren.

19. Steckverbinder nach Anspruch 17, wobei
eine GroRenabmessung der Kontaktelementbasis
geringer als eine entsprechende GréRenabmessung
des Durchlasses ist, wodurch sich ein Raum zwi-
schen dem Kontaktelementbasisabschnitt und dem
Durchlass ergibt.

20. Steckverbinder nach Anspruch 17, wobei der

Durchlass (38) in dem Koérper (22) zur Aufnahme des
Kontaktelements (28) einen Befestigungsabschnitt
zur Aufnahme des Befestigungsbereichs des Kontak-
telements aufweist, wobei ein erster Befestigungs-
vorsprung (94) sich nach innen in den Durchlass er-
streckt, und eine Vorsprungsaufnahmestruktur in
dem Kontaktelement gebildet ist, um zumindest ei-
nen Abschnitt des Vorsprungs aufzunehmen.

21. Steckverbinder nach Anspruch 20, wobei der
Vorsprung langlich in einer Richtung verlauft, die im
Wesentlichen parallel zu einer Langsachse des
Durchlasses ist.

22. Steckverbinder nach Anspruch 20, wobei die
Vorsprungsaufnahmestruktur eine Offnung (96) auf-
weist, die sich durch den Befestigungsbereich des
Kontaktelements erstreckt.

23. Steckverbinder nach Anspruch 21, wobei der
Durchlass einen zweiten Befestigungsvorsprung (94)
aufweist, der sich nach innen im Durchlass in eine
Richtung erstreckt, die zur Richtung des ersten Be-
festigungsvorsprungs (94) entgegengesetzt ist und
fur den Eingriff in die Offnung in den Befestigungsbe-
reich des Kontaktelements von einer Seite angeord-
net ist, die der Seite, von der der erste Vorsprung in
die Offnung eintritt, gegentiberliegt.

24. Steckverbinder nach Anspruch 22, wobei die
Vorspriinge einander gegeniberliegen und beab-
standet zueinander angeordnet sind.

25. Steckverbinder nach einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei eine Tasche (50) in dem Kor-
per (22) ungefahr am Ende des Durchlasses neben
der Halterungsflache gebildet ist, wobei ein elektrisch
leitendes Kontaktelement, das an dem Korper befes-
tigt ist, einen Verbindungsbereich aufweist, der bei
der Verbindungsflache des Korpers angeordnet ist,
wobei ein Befestigungsbereich in dem Durchlass an-
geordnet ist, und ein Streifenabschnitt (36) vorgese-
hen ist, der bei der Tasche (50) angeordnet ist, wobei
ein Korper aus schmelzbarem Material auf dem Strei-
fenabschnitt (36) befestigt ist und in Eingriff mit der
Tasche (50) steht.

26. Steckverbinder nach Anspruch 25, wobei ein
Bereich der Form des Korpers des schmelzbaren
Materials in der Nahe des Streifenabschnitts (36) im
Wesentlichen der Form der Tasche (50) entspricht.

27. Steckverbinder nach Anspruch 25, wobei die
Tasche eine Bodenwand mit seitlich Uber den Aus-
lass verlaufenden Abschnitten aufweist, wobei das
Schmelzmaterial mit zumindest einem Abschnitt der
Bodenwand in Eingriff steht.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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